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一种基于半导体的XRF温控装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种基于半导体的XRF温

控装置，该装置包括半导体制冷片、散热器、风

扇、温度监测及控制装置，半导体制冷片安装在

包裹XRF设备散热区的设备内壳内侧，半导体制

冷片的A端与XRF设备散热区相接，半导体制冷片

的B端露出设备内壳外侧，包裹XRF设备散热区的

设备内壳外侧设有设备外壳，设备外壳的出风口

处安装有风扇，设备外壳与设备内壳之间安装有

靠近风扇的散热器，且散热器与半导体制冷片的

B端相连接，风扇、散热器、半导体制冷片均与温

度监测及控制装置电性连接。本实用新型将温控

装置与快速检测设备(XRF)结合，可适应多种变

换的环境且为XRF提供保护，解决XRF在使用中出

现过热或过冷问题而导致设备运行缓慢甚至于

卡死以及检测错误的问题。
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1.一种基于半导体的XRF温控装置，其特征在于，包括半导体制冷片、散热器、风扇、温

度监测及控制装置，所述半导体制冷片设有A端和B端，半导体制冷片安装在包裹XRF设备散

热区的设备内壳内侧，半导体制冷片的A端与XRF设备散热区相接，半导体制冷片的B端露出

设备内壳外侧，包裹XRF设备散热区的设备内壳外侧设有设备外壳，设备外壳的出风口处安

装有风扇，设备外壳与设备内壳之间安装有散热器，且散热器与半导体制冷片的B端相连

接，并靠近风扇，风扇、散热器、半导体制冷片均与温度监测及控制装置电性连接，实现自动

控制XRF设备的温度。

2.根据权利要求1所述基于半导体的XRF温控装置，其特征在于，所述半导体制冷片设

置两对，并分别位于XRF设备两侧的散热区。

3.根据权利要求1或2所述基于半导体的XRF温控装置，其特征在于，所述半导体制冷片

的B端经前端导温铜片、微通道扁管或热管、末端导温铜片与散热器相连接，前端导温铜片、

微通道扁管或热管、末端导温铜片及散热器均设置在设备外壳内侧，微通道扁管或热管设

置数根，且两端分别连接前端导温铜片和末端导温铜片，前端导温铜片与半导体制冷片的B

端相接，末端导温铜片与散热器相接。

4.根据权利要求1所述基于半导体的XRF温控装置，其特征在于，半导体制冷片的A端与

XRF散热区之间的贴合面、半导体制冷片的B端与前端导温铜片或散热器之间的贴合面均有

导热界面材料。

5.根据权利要求4所述基于半导体的XRF温控装置，其特征在于，所述导热界面材料为

液体金属、导热硅脂或石墨烯材料，可提高热传导效率。

6.根据权利要求1所述基于半导体的XRF温控装置，其特征在于，所述设备内壳采用玻

璃纤维的隔热材料制作而成。
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一种基于半导体的XRF温控装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及控温设备技术领域，具体是一种基于半导体的XRF温控装置。

背景技术

[0002] 近年来，随着我国《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)的出台，污染场地治

理上升到国家层面。污染场地治理与调查也愈发的重要，而对于场地调查而言快速的场地

调查设备对于场地调查有着至关重要的作用。快速的场地调查设备能够帮助场地调查人员

快速的分辨场地调查的污染物水平，更好的设置检测以及调查方案，节省业主和场地调查

人员的时间与资金。

[0003] 快速的场地调查设备有着结构简单、干扰少、不受外界影响检测的优点。其分析元

素范围广。对样品前处理要求不高，分析速度快。在材料分析的应用领域非常广泛。并且设

备有不同的功能，可根据样品的形态来选用。测试时间比一般破坏性湿式分析时间短。

[0004] 而目前的场地调查所使用的快速检测设备(XRF)在使用中容易出现过热的问题而

导致设备运行缓慢甚至于卡死的情况。并且在低温环境中由于温度过低导致的设备启动电

压不足无法启动，温度过低无法精确检测所需数值，直接影响场地调查和评估结论。因此，

寻求一种能快速控制XRF设备温度的温控设备迫在眉睫。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种基于半导体的XRF温控装置，该装置

能够克服现有技术中快速检测设备(XRF)在长时间使用过程中的高发热及低温环境下运行

不稳定的问题，提高设备运行的稳定性及工作效率。

[0006] 本实用新型以如下技术方案解决上述技术问题：

[0007] 本实用新型一种基于半导体的XRF温控装置，包括半导体制冷片、散热器、风扇、温

度监测及控制装置，所述半导体制冷片设有A端和B端，半导体制冷片安装在包裹XRF设备散

热区的设备内壳内侧，半导体制冷片的A端与XRF设备散热区相接，半导体制冷片的B端露出

设备内壳外侧，包裹XRF设备散热区的设备内壳外侧设有设备外壳，设备外壳的出风口处安

装有风扇，设备外壳与设备内壳之间安装有散热器，且散热器与半导体制冷片的B端相连

接，并靠近风扇，风扇、散热器、半导体制冷片均与温度监测及控制装置电性连接，实现自动

控制XRF设备的温度。

[0008] 本实用新型所述半导体制冷片设置两对，并分别位于XRF设备两侧的散热区。

[0009] 本实用新型所述半导体制冷片的B端经前端导温铜片、微通道扁管或热管、末端导

温铜片与散热器相连接，前端导温铜片、微通道扁管或热管、末端导温铜片及散热器均设置

在设备外壳内侧，微通道扁管或热管设置数根，且两端分别连接前端导温铜片和末端导温

铜片，前端导温铜片与半导体制冷片的B端相接，末端导温铜片与散热器相接。

[0010] 本实用新型半导体制冷片的A端与XRF散热区之间的贴合面、半导体制冷片的B端

与前端导温铜片或散热器之间的贴合面均有导热界面材料。
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[0011] 本实用新型所述导热界面材料为液体金属、导热硅脂或石墨烯材料，可提高热传

导效率。

[0012] 本实用新型所述设备内壳采用玻璃纤维的隔热材料制作而成。

[0013] 本实用新型基于半导体的XRF温控装置，具有如下优点：

[0014] 1.本实用新型基于半导体的XRF温控装置，无需频繁等待探测器冷却与加热，能为

XRF设备提供制冷与制热，给XRF设备提供稳定的工作温度，使XRF设备不至于因为工作时产

生的高温或低温而影响设备工作情况，从而提高XRF设备的稳定性及工作效率。

[0015] 2.本实用新型利用半导体制冷片具有体积小、噪音低、振动小、可靠性高、没有活

动部件的特点设计的温控装置，并根据XRF设备内部空间结构的不同，可采用多种结构设

计，结构紧凑，轻便可控，适应性强，在实现良好散热效果的同时，达到节能和高效的目的。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型实施例1基于半导体的XRF温控装置的结构示意图；

[0017] 图2是本实用新型实施例2基于半导体的XRF温控装置的结构示意图；

[0018] 图3是本实用新型基于半导体的XRF温控设备的操作流程图。

[0019] 图中：1-半导体制冷片A端，2-半导体制冷片B端，3-前端导温铜片，4-微通道扁管

或热管，5-末端导温铜片，6-散热器，7-风扇，8-设备内壳，9-设备外壳，10-XRF设备，11-温

度监测及控制装置。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案进一步说明。实施例仅是对本实

用新型作进一步的说明，不用来限制本实用新型的范围。

[0021] 实施例1

[0022] 如图1所示，本实用新型基于半导体的XRF温控装置，包括半导体制冷片、散热器6、

风扇7、温度监测及控制装置11，所述半导体制冷片为现有技术，其包括有半导体制冷片A端

1和半导体制冷片B端2，A端和B端也称为冷端和热端。半导体制冷片安装在用于包裹XRF设

备(快速检测仪)10散热区的设备内壳8内侧，半导体制冷片的A端1与XRF设备10散热区相

接，半导体制冷片的B端露出设备内壳8外侧，包裹XRF设备10散热区的设备内壳8外侧设有

设备外壳9，设备外壳9设有出风口，出风口处安装有风扇7，半导体制冷片的B端2经前端导

温铜片3、微通道扁管或热管4、末端导温铜片5与散热器6相连接，且前端导温铜片3、微通道

扁管或热管4、末端导温铜片5及散热器6均设置在设备外壳9内侧，微通道扁管或热管4可并

排设置数根，且两端分别连接前端导温铜片3和末端导温铜片5，前端导温铜片5与半导体制

冷片的B端2相接，末端导温铜片5与散热器6相接，实现传导热量；散热器6设置在靠近出风

口处的风扇7，风扇7可将散热器的热量由设备外壳9内部导出至环境中；风扇7、散热器6、半

导体制冷片均与温度监测及控制装置11电性连接，实现自动控制XRF设备10的温度。

[0023] 本实用新型基于半导体的XRF温控装置的使用方法如下：

[0024] 参见图3，检查半导体制冷片A端1与半导体制冷片B端2是否装配正确，检查风管路

中是否有灰尘堆积，检查风扇7是否运转，检查供电电源是否充足，将温控装置安装在XRF设

备上并固定好，轻微晃动检查是否稳固；然后启动电源。当温度监测及控制装置11监测到温
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度过高时，会启动半导体制冷片以及风扇7工作，有助于设备热量的快速导出。当温度监测

及控制装置11监测到温度处于设备工作的正常温度时，会暂停半导体制冷片以及风扇7工

作，有助于减少设备能耗。当温度监测及控制装置11监测到温度过低时，会反转启动半导体

制冷片电流以及启动风扇7，有助于设备的热交换。

[0025] 实施例2

[0026] 如图2所示，本实用新型基于半导体的XRF温控装置包括半导体制冷片、散热器6、

风扇7、温度监测及控制装置11，所述半导体制冷片为现有技术，其包括有半导体制冷片A端

1和半导体制冷片B端2，A端和B端也称为冷端和热端。半导体制冷片安装在用于包裹XRF设

备10散热区的设备内壳8内侧，半导体制冷片的A端1与XRF设备10散热区相接，半导体制冷

片的B端露出设备内壳8外侧，包裹XRF设备10散热区的设备内壳8外侧设有设备外壳9，设备

外壳9设有出风口，出风口处安装有风扇7，设备外壳9与设备内壳8之间安装有散热器6，散

热器6与半导体制冷片的B端相连接，并靠近风扇7，风扇7可将散热器的热量由设备外壳9内

部导出至环境中；风扇7、散热器6、半导体制冷片均与温度监测及控制装置11电性连接，实

现自动控制XRF设备10的温度。

[0027] 本实用新型基于半导体的XRF温控装置的工作原理是：XRF设备10机身的热量由半

导体制冷片A端、半导体制冷片B端传递给铜制散热器6，由风扇7对铜制散热器6的翅片冷

却，温度监测及控制装置11对半导体制冷片的电流及其电流方向、风扇转速进行实时调节。

在高温环境中可使半导体制冷将温度从冷端转移至热端再通过微通道扁管或热管4将热量

进行热交换至散热器6，从而完成对于设备的散热。在低温环境中可以通过半导体发热并吸

取冷端的热量转移并至热端，再通过导温设备从环境中吸收热量，从而完成对于设备的产

热工作。

[0028] 优选地，本实用新型所述半导体制冷片可设置两对，并分别位于XRF设备10两侧的

散热区。

[0029] 优选地，本实用新型半导体制冷片的A端与XRF散热区之间的贴合面、半导体制冷

片的B端与前端导温铜片或散热器之间的贴合面均有导热界面材料，以提高热传导效率。

[0030] 优选地，本实用新型所述导热界面材料为液体金属、导热硅脂或石墨烯材料，可提

高热传导效率。

[0031] 优选地，本实用新型所述设备内壳采用玻璃纤维的隔热材料制作而成，以降低热

传导效率。

[0032] 优选地，所述微通道扁管或热管4为纯铜导管并使用3个平行通道进行导热。

[0033] 优选地，所有与环境连接的出风口与进风口均设置空气过滤网，以降低空气中的

灰尘对温度控制的影响。

[0034] 优选地，所述风扇7应根据设备大小选择8寸的12V电压的散热风扇。

[0035] 上述两个实施例中使用的半导体制冷片参数如下所示：TEC1-12712  Imax  12A；

Umax  15.4V；Qcmax  114.5W；Tmax  65C；Dimensions  50*50*3.8；最大电流12安；最大电压

15.4伏；最大产冷量114.5瓦；最大温差65度；外形尺寸50*50*3.8。

[0036] 虽然，上述实施例中已经对本实用新型中的XRF温控装置及其使用方法进行了具

体描述和详细解析，但在本实用新型基础上仍可以做出修改、精进，这对行业内的技术人员

而言不是难事，因此，在不偏离本实用新型核心组成的基础上所做的修改或精进，均属于本
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实用新型要求保护的范围。
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图1
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图2
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图3
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